
③先導研究（委託）

(b) 先端半導体製造技術（後工程技術）

超高速・超微細加工を実現する深紫外レーザー技術

半導体チップのマストランスファー実装技術の研究開発

ポスト5G半導体のための高速通信対応高密度3D実装技術の研究開発

ポスト5G、AI対応先端大規模LSIモジュール向け微細穴加工技術の研究開発
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